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Beschichtung aus dem Vakuum

Es wird zwischen zwei PVD-Verfahren unterschieden:
Kathodenzerstauben und Elektronenstrahlverdampfung

Beim Sputtern (Kathodenzerstduben) wird

in der Gasphase ein Prozessgas, meist Argon,
ionisiert und durch ein elektrisches Feld

auf das abzuscheidende Material (Target)
beschleunigt. Beim Auftreffen der lonen
werden Atome und Atomverbdnde aus dem
Target herausgeschlagen, die dann als Schicht
auf dem Substrat aufwachsen. Die Struktur
der aufwachsenden Schicht kann durch die
gewéhlten Beschichtungsparameter und Uiber
die Substrattemperatur beeinflusst werden.

Bei der Methode der Elektronenstrahl-
verdampfung wird die Oberfldche eines

in einem Tiegel befindlichen metallischen
oder keramischen Beschichtungsmaterials
(Ingot) mit einem elektromagnetisch
abgelenkten Elektronenstrahl kontrolliert
verdampft. Das in der Gasphase befindliche
Material kondensiert am Substrat zu einer
festen Schicht. Auch bei diesem Verfahren
kann die Schichtstruktur durch die gewéhlten
Beschichtungsparameter und liber die
Substrattemperatur beeinflusst werden.

Als der Apotheker und Chemiker
Wilhelm Carl Heraeus im Jahre 1856
erstmals Platin in industriell interes-
santen Mengen schmolz, legte er
damit den Grundstock fur die heutige
W. C. Heraeus GmbH. Seit dieser
Zeit hat Heraeus immer wieder Inno-
vationen hervorgebracht, ungewohn-
liche Technologien industriell nutzbar
gemacht und sich dadurch zu einem
kompetenten Partner fir technische
Anwendungen von Edel- und Sonder-
metallen entwickelt.

Die PVD-Beschichtung (Physical
Vapor Deposition) ist ein vakuum-
gestiitztes Verfahren zur Herstellung
von metallischen oder oxidischen/
nitridischen Schichten, mit Schicht-
dicken bis etwa 5 um. Hierbei handelt
es sich vorwiegend um Funktions-
schichten mit besonderen Kontakt-
oder Korrosionschutzeigenschaften.

W. C. Heraeus ist Ihr kompetenter
Partner, wenn es um die Herstellung
kundenspezifischer Oberflachen-
schichten im PVD-Verfahren geht.
Basierend auf langjahriger Erfahrung
in der Bearbeitung und Veredelung
metallischer Werkstoffe, einer eigenen
Target- und Ingot-Herstellung sowie
verschiedenster zur Verfligung
stehender Beschichtungsverfahren,
entwickelt W. C. Heraeus mal3ge-
schneiderte und flexible Lésungen
fur unterschiedlichste Einsatzgebiete.

In der W. C. Heraeus kommen folgende
PVD-Verfahren zur Anwendung

B Metallisches und reaktives Kathodenzerstauben
B Verdampfen aus widerstandsbeheizten Schiffchen

B Elektronenstrahlverdampfung




Vielseitigkeit fir anwendungsorientierte Losungen

Drahtbeschichtung:

Mit Aluminiumoxid beschichteter
Goldbonddraht fiir Wedge-Bonding
bei Raumtemperatur

Gestellgutbeschichtung:
Strahlenaustrittsfenster von
Réntgenréhren werden mit
einer AloOz-Schicht versehen.

Gestellgutbeschichtung:
Elektroden eines Herzschrittmachers
beschichtet mit TiIN

Diinne Schichten werden bereits in
zahlreichen Bereichen angewandt, wie
der Elektronikindustrie, der Lichttechnik
und in der Medizintechnik — Uiberall dort,
wo massive und teure Edelmetallteile
durch beschichtete Komponenten
ersetzt werden kdnnen. Die Funktion der
Beschichtung kann unterschiedlichste
Anforderungen erfiillen. So sind z.B.
Oberflachen als Oxidationsschutz,
Kontaktstellen mit geringerem Uber-
gangswiderstand oder Haftschichten
fur anschlielende Galvanikprozesse
maoglich.

Einer der wesentlichen Vorteile der
PVD-Beschichtung liegt darin, dass
keinerlei chemische und nur geringe
thermische Beeinflussung des Substrates
erfolgt. W. C. Heraeus beschichtet
sowohl mit reinen Elementen als auch
mit chemischen Verbindungen, wie
Oxiden, Fluoriden und Sulfiden.

Schiittgut- und Bandbeschichtung:

Fiir den Einsatz in Halogenlampen
werden Béander und Stifte beschichtet,
um die Kontaktfahigkeit, Schweil3barkeit
und Korrosionsbesténdigkeit zu erh6hen.
Typische Beschichtungsmaterialien sind
alle Platingruppenmetalle.

PVD-beschichtete Materialien
erreichen hervorragende Schicht-
eigenschaften: dichte, homogene,
duktile und haftfeste Schichten auch
bei Zusammensetzungen, die mit
herkémmlichen Methoden nicht
realisiert werden kdnnen. Unter-
schiedlichste Materialkombinationen
zwischen Substrat und Beschichtung,
in Ein- oder Mehrschichtsystemen
sowie sehr hohe Schichtqualitaten
sind erreichbar.
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Das umfassende Qualitatssicherungs-
system erfiillt hochste Anspriiche.
Dokumentierte Prozesse, regelmalige
Schichtdickenprifungen der Serien
sowie die Reinheit und Vorbehandlung
der verwendeten Materialien sorgen
fur die Einhaltung der vorgegebenen
Spezifikationen.

Das Spektrum der beschichtbaren
Geometrien und Materialien und der
daraus resultierenden Anwendungen
ist &uBerst vielféltig. Die Flexibilitat,
das Edelmetall-Know-how und

die Verfugbarkeit der hochwertigen
Vormaterialien, ermoglichen es

W. C. Heraeus, Versuchsprojekte auch
in kleinen Rahmen und Serien durch-
zufiihren — ideale Voraussetzungen
fur den Einsatz von Beschichtungen
in zukunftsorientierten Anwendungen.

Auch hier kommt beschichtetes
Band zum Einsatz:

JVarius, komplettes Brdunungssystem
von Original Hanau Sun Care*



Vorteil durch zukunftsorientierte Technologie

Kosten senken, Qualitat verbessern
und Ressourcen schonen — das
Erfolgsrezept besteht darin, einen
preiswerten Grundwerkstoff mit
einer hochwertigen Funktionsschicht
zu versehen. Das grofie Potenzial
und die flexible Einsetzbarkeit von
PVD-Verfahren erlauben es, Bauteile

unterschiedlicher Werkstoffe,
Geometrien und Beschaffenheiten
zu beschichten.

Bitte sprechen Sie uns an,
damit wir gemeinsam eine Lésung
far Ihre Anforderung finden.

W. C. Heraeus mdchte Sie bei
der Entwicklung und Anwendung
in der Beschichtungstechnik
unterstitzen.

W. C. Heraeus beschichtet Basiswerkstoffe in
verschiedenen Geometrien, wie Bander, Folien, Profile,
Stifte, Drahte, Stecker oder Formteile mit Edel- und
Sondermetallen als reines Element oder in Legierungen
und Oxiden.

Zur Entwicklung kundenspezifischer
Losungen und zur Prozessoptimierung
nutzt W. C. Heraeus hochmoderne
Verfahren fur die Oberflachenanalyse.

Lichtmikroskopie

Mikroskopische Schliffe und deren Auswertung
am Lichtmikroskop erméglichen Aussagen (iber
Schichtaufbau und Schichtdicke.

Réntgenfluoreszenzanalyse
Schichtdickenmessung und Materialanalyse
nach der Réntgenfluoreszenzmethode.

Rasterelektronenmikroskopie (REM)

und Réntgenmikroanalyse

Die Rasterelektronenmikroskopie erméglicht
Abbildungen der Topographie bei sehr hohen
VergréBerungen. Die integrierte energie-
(EDX) und wellenldngendispersive (WDX)
Réntgenanalyse erlauben punkt-, linien- und
flichenhafte chemische Analysen.

Scanning-Auger-Mikroanalyse (AES)

Diese Methode erméglicht die Analyse der
atomaren Zusammensetzung von Oberfldchen
und diinnen Schichten.

Sekundérionen-Massenspektroskopie (SIMS)
Die SIMS erlaubt aufgrund der hohen
Empfindlichkeit den Nachweis von niedrigsten
Konzentrationen (ppm) eines Elements an

der Oberflache von Festkérpern.






